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哈尔滨工业大学电子封装课题组

哈尔滨工业大学材料科学与工程学院先进焊接与连接国家重

点实验室电子封装课题组团队负责人田艳红教授，国家级高层次人

才计划入选者。课题组紧密围绕国家需求，长期从事电子封装技术

与可靠性、柔性印刷电子材料与器件方面的研究。深耕于电子封装

及柔性电子中的纳一微一宏跨尺度互连关键技术，发展了多场耦合

(电一热一振动)三维系统封装可靠性模拟技术及寿命预测方法，开

发了第三代半导体功率芯片封装新型纳米焊膏及用于低温互连的导

电胶材料，研究成果应用到宇航电子、汽车电子以及物联网领域的

关键器件封装中，提升了器件性能，保障了系统可靠运行，促进了

材料加工与微电子以及柔性电子领域的多学科交叉。

先进封装材料

第三代半导体纳米焊膏

低温互连高性能导电胶
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微连接及可靠性

复杂环境焊点失效行为

多场耦合仿真分析预测

纳连接及印刷电子

印刷电子及纳米互连

柔性可穿戴电子器件
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